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合 作 夥 伴：無

計畫重點： * 超微細孔放電加工 

                                            桌上型微細孔加工機兼具微細孔放電與微細鑽孔功能， 採

用單晶片控制完全自動化加工。XY 平台採用微米級 (um)

測微細器 , 定位顯示精度可達 1um Z 軸使用高精度 V 形

槽及高精度之線性模組，定位精度

0.1um。使用者透過選擇鍵可決定微

細鑽孔加工或微細孔放電加工模式。

                                           * DisPIC 單晶片控制系統

                                          該 桌 上 型 微 細 孔 加 工 機

(MML2015A)，使用 DisPIC 30F4011

單晶片控制 (from Microchip Co.)。控制面板隱藏於機台控制箱內，

不熟悉 C 語言的使用者可透過選擇鈕，決定微細孔加工模式與加工

深度。 使用者亦可自行編寫 C 語言程式，自行修整控制加工狀況。

                                          

                                          * 超微細孔放電加工與微細鑽孔狀況

                                          * 規格

                                        全機尺寸 :150mm×260mm×360mm;XY 平台移動

行程 : 60mm ( 使用者可自行改裝 ); 定位顯示精

度 :0.001mm; 總重 : 5Kg;Z 軸移動距離 : 120mm;

定位精度 : 0.1um; 電源 : AC110V 50~60HZ;（我們可提供客戶各種不同尺寸之超微細

工具）Dia.0.005 mm  ---  Dia.0.15 mm

效益 /特色： �可加工導電性材料:多結晶鑽石SUS、SKD、超硬合金;可加工非導電性材料: 壓克力、電木、

電路板鑽孔

教授專長：   微放電加工、微細球探針加工、微細鑽孔加工與拋光、
微電漿技術應用 、微細電解加工 ( Micro-ECM) 

( 圖 1)  多功能桌上型超微細孔加工機外觀
( 超微細放電加工與微細鑽孔功能可
交互使用 )

( 圖 2)  超微細放電加工工具與
微細鑽頭外觀

( 圖 3)  超微細孔加工機之手動
工作 (XY 台面 )

( 圖 4)  超微細孔加工後之細孔外觀 ( 真圓度 :1um)
 ( 不鏽鋼 SUS304 厚度 : 0.3 mm 孔徑 : 約 0.048 mm)


